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1' GENERACION DE ARCHIVOS GERBER Y DE PERFORACION
: PARA FABRICACION DE CIRCUITOS IMPRESOS EN KICAD
PCB SUITE (Version 1.4)

Antes de generar estos archivos, el e y————
usuario deberd haber chequeado la |Glias T ome e
tarjeta con las reglas de disefio de su Pl .
programa (DRC) y hacer los ajustes e

necesarios de acuerdo a las capacidades """
de producciéon de MICROENSAMBLE |
las cuales podra consultar en nuestro

sitio Web en la secci6 “Capacidades”

Q Save board  Ctrl-5
| m Save Board as..

B} Export
B Archive footprints 4
| &gl Exit

Ci/Program Files/KiCad/demas/pic_programmer/pic_programmer.brd
C:\Program Files\KiCad\demos\pic_programmer\pic_programmer.brd

AT —_
= AR

El principio mas importante en la

generacion de archivos Gerber es: Se
debe enviar al fabricante archivos que
incluyan graficamente lo que el

diseflador quiere que se “imprima” en

cada una de las caras del circuito.

DES-FEMAL

Por lo tanto, si hay algin elemento que
este ubicado en una capa diferente a las
agui mencionadas, entonces dicha capa [
debera seleccionarse durante el proceso. it f i e G R

Dlnt IO Dt rmiont e (larb e Frmatl

2. Después de abrir el archivo Ecol(Ruteos internos)
“Demo.brd” debe darClic” sobre ) ) _
la pestaridFile” y luego seleccionar 3. Ademas debera seleccionar las
la opcién“Plot” como se ve en la siguientes opciones:
figura superior. Plot Format:
R P & Gerber
., Plot Origin:
3. En Ia'ventana que se abrio se deben © Or,'g'nAbsolute
seleccionar las siguientes capas: (Ver Spot Min (*):
Figura de abajo). 0,015
Copper Lines With (*):
Component 10,001 _
SilkSCop Las opciones que se encuentran bajo la
SilkCmp columna de las capas, normalmente
MaskCop deben estar deshabilitadas salvo la
Maskap S|gU|ente: .
Edges Pch(Corte externo) /1 Print Module Reference.
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] Coppes [F] Adhes Cop Pads Drill Opt Plot Format Plot Origin
[CinnerLt [ Adhes Cmp NoDrilmark  ©HPGL ® Absolute
E x:; i %:‘:ig g;]; (@) Small mark @ Gerber 17 Awdliary axis
[T Tnner L4 7] 8ilk$ Cop Real Drll () Postscript
[ innerLs [V] 3itkS Cmp (7) Postsenpt Ad
|7 Tner L6 (V] Mask Cop Scale Opt
@ ] 7 e —
!_Jlmerl,- E: Mask_Cmp Auto sc?A Spotmin '): ( Plot )
[ Toner L8 [ Drawings : 0015 \
[|nner 19 [7] Comments @) Scale 1 ’ —
[[JinerL10  [VlEeol Keatalls Close |
[[JianerLtl  [Ecol Seale?
[[ineri12  [7]Edges Pch fiborss save options |
[ Innes L13 Seale 3
[T InnerL14 Create Drill File
[7] Component Plot Mode
["|Exelude Edges Peb layer Line —
Prnt Sheet Ref @ Filled G
g Print Pads ‘on Silkscreen Sketch \E]es Width (l.'}:
|| Atways Print Pads 0.0010
[ Print Moghute Vatue -
il Pﬁ:ﬁe Reference Plot Mitror Plot Negative
[7| Print other Module tests [ Vias on Mask
["| Force Print Invisible Texts
Org = Centre

Nets Connect

M 133 qa

6.

=  Demc-MaskCmp.pho para el
antisolder de la cara superior o de
componentes.

= Demo-MaskCop.pho para el
antisolder inferior o de la cara de
soldadura.

=  Demo-SilkSCmp.pho para la
leyenda de la cara superior o de
componentes.

=  Demo-SilkSCop.pho para Ila
leyenda de la cara inferior o de
soldadura.

= Demo-EdgesPcb.pho para el
corte externo de la tarjeta.

=  Demo-Ecol.phopara los ruteos
internos de la tarjeta.

Generacion del archivo de
perforaciones:

Cerrar la ventandPlot”. Hacemos
“Clic” en la pestafidDimension”.
Esto abrira una ventana como la que
se ve en la figura de la derecha.

i La opcion“Vias on Mask” debera

habilitarse si el usuario desea que las
vias queden tapadas por la Mascara
Antisolder.

Hacer“Clic” en la opcion‘Plot”

como lo indica la figura izquierda.

Cuando el proceso termine
aparecera en la esquina inferior
izquierda de la pantalla, el nombre
de la ruta donde quedaron guardados
los archivos generados. En este caso
C:\Kicad

El programa generara los siguientes
archivos que estaran ubicados en la
misma carpeta donde se encuentra el
proyecto:

= Demo-Copper.phopara la cara
inferior o de soldadura.

= Demo-Component.phgpara la
cara superior o de componentes.

T ET—
= -
File Preferences Miscellaneous  Postprocess 3D Display Help

IR &8 # IR (o pevi 0 B %

Oe B Tracks and Vias

£ Pad Settings

Q Save Setup

14]) 1032 (o) ja)) e

L |2
:

415

4 2 3
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File Tools
8
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T S———
File Preferences Miscellaneous  Postprocess 3D Display Help
Des B IETEIEIR 68 # DY G cwn 8 B7

i User Grid Size =
Track 250 = | [cidso +| (Zoom32

E Texts and Drawings
° Pad Settings s

|
[ Save Setup Track Width ('):
00230
Clearance ("):
0.0100

Mask clearance ("):
0.0100

Wiz Type —.‘
E OK

(7) Blind Via

(7 Buried Via

(@ Standard Via

Ll 2
W A4HC 125

=l | L3 | R6 ol || kel | | B

a3 || 1@ g =) n

File Tools
C:Kicad'Demo.drl 3

8. Hacer“Clic” en el botorfOK”
para aceptar.

9. De nuevo datClic” en la pestafa
“File” y luego en la opciétPlot”

10. Hacer“Clic” en el botén‘Create
Drill File” que se encuentra en la
ventana“Plot” que tenemos abierta

hasta ahora como se ve en la figura

de la derecha.

11. Vemos que se abrio una nueva
ventandDrill Tools” como lo

7. Hacer“Clic” en la opcién“Tracks
and Vias” como se observa en la
figura de la izquierda. Se abrira una
ventana en la cual se encuentra la
casilla“Default Via Drill” 'y que debe
contener el didmetro con que se van a
perforar las vias del circuito

El usuario deberd tomar en cuenta el valor del
diametro en cobre de las vias en la casMa
Size”, y elegira la relacion entre los dos valores
de acuerdo a su criterio y a las capacidades de
fabricacion para las Vias, tenga
MICROENSAMBLE. Para mayor informacion
el usuario podra consultar nuestra seccién de
“Capacidades” en nuestro sitio Web o descargar
el documento: “Especificaciones de disefio”
que se encuentra en la seccioriescargas”.

Nota: Este parametro solo afecta las vias que
el programa coloca automaticamente.
Aquellas que se hayan personalizado con un
diametro diferente no seran afectadas.

File Pr_eferen_c_es Plp'\enswcr!;_Mls:e\lanec_u_z _I:"_c."lemcness SDI'.Ti:-F_Ia;mH_eIp o
el B#Z . F a8 66 5Q # BY |C<spp@r (Pageujvm En

Track 250 v| w650 v | |Gids0 v v
2L |

Pads Dl Opt Plot Format Plot Origin

[7] Adhes Cop
[] Adhes Cmp
[7150tdP Cop
[T Sold? Cmp
V] Silk§ Cop
V] itk Cmp
["|Mask Cop
[ Mask Cmp

[¥] Copper

[ InnerLL NoDilmak () HPGL

@) Gerber

= (@ Absolute
1

B o

[ Imer L4

| [innerLs

call [JinnerLs

[ EnnerL7

(@) Small mark

Real Dall ") Postsenipt

(7 Postscript A4
Spot min ") Plot
0,013 ;/

Scale Opt

[ Drawings Auto scale
[7] Comments @) Scale L
Yzl Scdle 13

3 [T InnerL8
4| R
- [/ TnnerL10
S [Tanerltl  [Eeo?

N [(NnerLz @ Edges Pch
[innerL13 Seale 3

Al TmerL14
il V] Component

Scale

Plot Mode

1 000000
1.000000

BRMll [ Exchude Edges Peb layer Line

Print Sheet Ref (@) Filled

muestra la figura de abajo.

Esta ventana contiene varias opciones
gue se deben seleccionar de la siguiente
forma:

Drill Units:
@ Inches

["| Print Pads on Silkscreen
[7] Abways Print Pads

7] Print Module Value

[ Print Module Reference
[V] Print other Module texts
[7|Force Print Invisible Texts

Sketch

Plot Mirror

7] Vias on Mask

Lines Width (")
00010

Plot Negative

Orz =Centre

Pads Vias
m i

Nodes
167

Links Nets
133 3 133
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Zeros Format:
nnnnnn s Miscellaneous Postprocess 3D Display  Help ' Suppress Ieadlng Zeros.

2‘57 & é\ G); _é @\ i Q ‘_éappﬂ Page s '|ﬁ 5& .
i 'l.'mc-kZiO | |Ma65.0 | |Grid 3.0 - - PreCISIon:
el & 2.4

7] Copper [ Atthes Cop Pads Drill Opt Plot Format Plot Origin

Drill Origin:

[CJinnertt  [7] Adhes Cmp NoDslmak () HPGL @ Absohute

i

o E{ng E:ziggﬁ; (@) Small mark @) Gerber () Anmiiliary axis . Absolute

iyl [ Inner L4 ] Sillss Cop Real Drill (") Postscnpt . .

] s Gsisco © Postscipt Drill sheet:

@ —= — ) & None.(a menos que el
[# Drill Units:

[ e | usuario lo requiera)

x fj i Seve opfions Drill report:
e — & None.(a menos que el
Bl s | wne usuario lo requiera)
Ot S — Mirror y axis:
&= S 0 Desabilitada
V\ T Mirror y axis:
b ] [0 Deshabilitada

(@ absolute =i .
- [T mirror 3 axis

[ minimal header

P
Pads Vias. Nodes Links Nets Connect.
20 i 167 133 34 133

Via Drill (%): T TTI——_——

. “FHE P[F:ferences PI!T\EHS\GFE_ V\rhs-:eHanecgJ_: I_J_mp_mr:ess SDD.\E-F.\E;t "H.&\p -
Esta casilla debe contener el valor del 0542 ¢ a56a84 # I% o p B B

didmetro que se va a usar para perforar .. e B po— =

las vias y debe coincidir con el valor
programado en la tabla de dimensiones

7] Copper [F] Adtes Cop Pads Drill Opt Plot Fomat Plot Onigin

de pistas y vias del paso anterior. B p Owseloma ) eues R
Timals  [IS0@Cap @ Small matk ‘?-Ge:‘aer () Auiliary avis
Bk [ZISIS Cop Real Diil ) Postseript
Nota: Si el usuario cambia aqui este ] - o
valor también cambiara en la tabla de ¢ (€8 T I I
dimensiones del programa y por lo (| osnarr  Meacpes _ =
tanto deberd correr nuevamente la B i o owee e, |
utilidad de reglas de Disefio (DRC). f —_— Rk PR Rty
; [ Documentos
12. Hacer*“Clic’ en “Execute”. Esto g
nos abrird una ventana como la que B s
observa en la figura de la derecha, o
donde el usuario debera elegir el b bty
nombre y la ubicacion del archivo de e |
perforaciones que se va a generar. CmE D
Tipo: | drlfiles (*.drl)
13. Usualmente se usa el mismo nombre o Sk (o |

del archivo principal con extension
.drl, en este caso elegimbemo.drl
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19. Dar “Clic” en el boton

ﬁ .-..'“7‘_'.‘ " -
e p— “Guardar”. Con esto finalizamos la
s = generacion eiKicad, del archivo de

BB

Peady
Working dir: C:'Kicad

{2 Demo-Componentpho
- J& Demo-Copperpha
|2 Demo-MaskCmp pho
[ Demo-MaskCop pho
{2 Demo-Silk8Cmp pho

5 Dene sisCopsio i Lo El usuario podra revisar los archivos
generados con la utilidaGerbView
gue se encuentra en la ventana principal
de Kicad, como se puede ver en la
figura de la izquierda.

™0y (Gerber viewer)

perforaciones en formatexellon.

14, Dar“Clic” en el icono que muestra
la figura de arriba. Esto abrira el

programa que permite visualizar los ERE . e
archivosGerber generados.

Clear and Load Gerber file

15. Dar“Clic” en la pestaid-ile” del w
menld desplegado y seleccionar la eeerne
opcion“Load Gerber File” y cargar )
el archivoDemo-Componen.pho y

Cé\Kicad\Deme-Compenent.pho

debera ver algo como la figura de la | cusomecmem

C\Kicad\Demo-SilkSCop.pho

dereCha, C:\Kicad\Demo-SilkSCmp.pho

C\Kicad\Demo-MaskCop.phe
Ci\Kicad\Demo-MaskCmp.pho
C:\D_GERBERS\Demo_Cara_Corte y RUT.gbr

16.El siguiente archivo deberemos o
cargarlo con la opciéfinc Layer
and load File” como se ve en la |
figura de abajo. Esta opcion es muy

e\Kicad\Demao-

| @18

util ya que nos permite cargar las ; PIE PROGRAMIER VO

| ¥ UP-CHAREARS

imagenes  alineadas como  si
estuvieramos viendo a traves de la
tarjeta desde la cara de componentes.

17 Cargar de la misma forma los demas "  El usuario puede también cargar las
archivos Gerber capas con la opcionClear and

Load Gerber File” para su analisis

& T T individual ya que borra la imagen
[FR] Pt Mcelens Hep cargada previamente.
Clstand oed Geter e | Al final de la carga de archivos debera
. tener una imagen similar la de la figura
e de abajo.
New
ot 19. Haciendo “Clic” en la pestafa
i “Preferencias”, abrird una ventana
n donde el usuario podra deshabilitar y
. cambiar el color de los Layer que se

muestran.
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= [iEil x|

Concel | | Apply

20. Ir al fc:)Ider dgl proyecto. A_II|' P
encontrara la lista de archivos 10N e o —
. 9 uvg” » Equipo -b isco local (C:) » KiCad v‘*’H BuscarKiC..
generados Como Se Ve en Ia flgura de j Organizar-v- :Abnr' ‘Im-pr\mlr Grabar  hueva carpeta = O (7]
Ia dereCha "LJ v Esvorih _ Nombre ’ Fecha de modifica.. .Tip: :
. 13 | Demabrd Archive BRD
Como se puede notar, hay un archivo { s [ Dema
llamado “Leame.txt” el cual sugerimos el B e o
incluir con los demas archivos que se o Misic L bemo-Cepergho v A
envien para la fabricacién de circuitos ¢ ¥ R Y e
impresos a MICROENSAMBLE, vy | o [ DemorMesnppho i P
debera contener informacién acerca del el e
nombre de cada uno de los archivos que W Mt e St
esta enviando y la informacion de la capa 4., =i e
del circuito a que corresponde. i
Ademas, el usuario debera documentar
aqui las instrucciones especiales que
requiera para la fabricacion de sus
tarjetas.
En la imagen de abajo se puede ver un g )
ejemplo del Contenldo Sugerldo del « Leametd Fecha de medifica... 12/10/2011 19:56
archivo Leame.txt y que Corresponde a Documento de erts Tamatic: TS bytes

este tutorial.
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Archive Edicién  Formato Ver A_yuda

— Demo-Copper.pho Corresponde a la capa de cobre del Tlado de Tla soldadura.

— Demo-Component.pho Corresponde a la capa de cobre del lTado de Componentes.

- Demo-5ilkCmp.pho Corresponde a la capa de leyenda del Tado de los Componentes.

— Demo_SilkCop.pho Corresponde a la capa de leyenda del Tado de Ta soldadura.

'I- pemo-MaskCmp.pho Corresponde a la capa de antisolder del lado de los componentes.
|- Demo-MaskCop.pho Corresponde a la capa de antisolder del lado de Tla soldadura.

— Democ-EdgesPcb.pho Corresponde a la capa que contiene el corte externo de la tarjeta.
- pemo-Ecol.pho Corresponde a la capa que contiene Tos ruteos internos de la tarjeta.
[

— Demo.drl Corresponde al archivo de perforaciones.

Instrucciones especiales:

— Tener en cuenta..........

Estos son los archivos que deberd enviar a MICROEMS/BLE para la
fabricacion de tarjetas de circuito impreso de dold capa, y se encuentran en la
carpeta del Proyecto:

) Demo-Component.phaCorrespondiente al Layer superior (TOP)

. Demo-SilkCmp.pho Correspondiente al Layer de Leyenda superior (Tosilk Screen)
. Demo-MaskCmp.pho Correspondiente al Layer de Antisolder superior(Top Solder

L Mask)

. Demo-Cop.pho Correspondiente al Layer inferior (Bottom)
. Demo-SilkCop.pho  Correspondiente al Layer de Leyenda inferior (Bottm Silk
L Screen)

. Demo-MaskCop.pho Correspondiente al Layer de Antisolder inferior (Botton Mask)
. Demo-EdgesPcb.pho Correspondiente al Layer de Corte externo (CUT)

. Demo-Ecol.pho Correspondiente al Layer de Ruteos internos (Milhg)
. Demo.drl Correspondiente al archivo de perforaciones (NDrill)
] Leame.txt Archivo preparado por el cliente.

Si tiene alguna inquietud, no dude en contactarn@sponemos de servicio
de atencion al cliente en linea o escribanos alreor:
iInfo@microensamble.com www.microensamble.com




